| SABANCI UNIVERSITESI
S U N U M NANOTEKNOLOJi ARASTIRMA
| VE UYGULAMA MERKEZI
TEKNIK SARTNAME- Sputter Kaplama Sistemi

Sistem Tanimi:

Bu sistem, yar1 iletken, optoelektronik, sensor ve kaplama teknolojilerinde kullanilan metalik,
dielektrik ve yar1 iletken ince filmlerin, RF ve DC gii¢ kaynaklar1 kullanilarak vakum altinda

sputter kaplanmasi i¢in kullanilacaktir. Sistem ¢ok hedefli, tam otomatik ve yazilim kontrollii
olacaktir.

1. GENEL GEREKSINIMLER
e Sistem en az 4” wafer ile uyumlu olmalidir.
e Sistem hem RF hem de DC kaynaklarla ¢alisabilmelidir.

e En az dort ayr target’in es zamanli baglantisi saglanmali ve prosesler arasinda
otomatik gecis miimkiin olmalidir.

e Otomatik gaz kontrolii, vakum ayar1 ve regete tabanli proses kontrolii saglanmalidir.

e Kurulum, devreye alma ve egitim yiiklenici tarafindan saglanmalidir.

2. TEKNIK OZELLiKLER
2.1 Vakum Odas1 ve Sistem Sasesi
e Vakum odas1 6n kapagi, vakum odasinin i¢inden kolayca erisilebilir olmalidir.
o ¢ yiizeyler i¢in sokiilebilir paslanmaz gelik liner saglanmalidir.
e Gozlem penceresi ve shutter sistemi (kaynaklar ve numune i¢in ayr1) bulunmalidir.
e Vakum odasi, outgassing icin en az 120°C’ye kadar 1sitmaya uygun olmalidir.
e Tercihen, gelecekteki baglantilar i¢in en az iki bos port saglanmalidir.

e Vakum odasi, asir1 basinca karsi koruma saglamak i¢in kalibre edilmis bir basing
tahliye valfi (Safety Relief Valve) ile donatilmis olmalidir.

e En iyl vakum biitiinliigli ve dayaniklilik i¢cin oda gévdesi paslanmaz gelikten yapilmis
olmalidir.

e Modiiler odanin ii¢ yiizeyi (kap1 dahil) kolayca degistirilebilir olmal1, boylece
gelecekte sistemin daha kolay yiikseltilmesine ve ek kabiliyetler (6rnegin load lock,
analitik enstriimantasyon portlar1 vb.) eklenmesine olanak saglamalidir.

o Sistem, glivenli ve ergonomik bakim, temizlik ve kaynak malzeme degisimi
saglayacak sekilde tasarlanmig tam erigimli 6n kap1 igermelidir.

o Biiyiik ve shutter’l1 bir viewport, substrat ve kaplama kaynaklarinin net sekilde
goriilmesini saglamalidir.
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e Viewport Oniinde (vakum i¢inde) koruyucu folyo veya cam i¢in tutucu bulunmalidir.

o Standart olarak sokiilebilir chamber liner (2 set) saglanmalidir. Aletsiz sokiilebilir
olmal1 ve sistemin kolay temizlenmesine ve ¢alisir durumda olmama (down time)
sliresinin azaltilmasina olanak saglamalidir.

e Vakum odas1 kapisinda, asagi dogru agilan (drop-down) bir kol/handle mekanizmast
ile asir1 basing korumasi bulunmalidir.

o Sistem, maksimum 3” target ¢ap1 ile uyumlu olacak sekilde en fazla alt1 (6) adet
sputter kaynaginin mekanik ve elektriksel entegrasyonunu desteklemelidir.

2.2 Vakum Sistemi
e Turbo pompa kapasitesi en az 700 1/s olmalidur.
e On pompa kuru tip olmali ve en az 30 m*h kapasiteye sahip olmalidir.

e Nihai vakum en az 5x1077 mbar olmalidir.

2.3 Plazma Basinci ve Gaz Kontrolii

o Basing regiilasyonu i¢in motorlu butterfly valf ve yiiksek hassasiyetli kapasitif sensor
kullanilmalidr.

e Gaz beslemesi en az ii¢ MFC (Ar, N2, O2) icermeli ve her biri tam aralikta £%1 veya
daha iyi dogruluga sahip olmalidir.

e Otomatik ve manuel gaz giris valfleri bulunmalidir.

2.4 Sistem Otomasyonu ve Kontrol Paketi

o Kontrol paketi, cihaz durumunu ve giivenligi saglayan bir Ger¢ek Zamanli Kontrolcti,
kontrol ve geri bildirim saglayan bir Windows kullanici arayiizii (UI) ve kontrolcii ile
arayiiz arasindaki bagimliliklar1 ayiran bir iletisim Host’u igermelidir.

e Gergek Zamanl Kontrolcii, otomatik regetelerin yiiriitiilmesini, yazilim
interlock’larini ve sistem durum gorevlerini minimum bir aralikta (varsayilan olarak
en az her 250 ms’de bir) garanti etmelidir. PLC giivenilirligi ile genel amagh
bilgisayar esnekligi saglamalidir. Cihaza 6zgii Ul konfigiirasyonu, yazilim her
kapatildiginda ve her 24 saatte bir kontrolciiye yedeklenmelidir ve bu sayede
Windows PC’de bir sorun olmasi durumunda geri kazanim saglanmalidir.

e Kontrol platformu, kullanici arayiizii ve recete editorii icin Windows PC tizerinde
calisan bir NET uygulamasi kullanmalidir.
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e Recete import/export 6zelligi bulunmalidir (benzer sistemler arasinda regete aktarimi
icin).
o Kullanici giivenlik seviyeleri ile sinirsiz sayida regete saglanmalidir. Her regete adima,
master regeteyi etkilemeden kullanici tarafindan degistirilebilir degerler icermelidir.

e Asagidaki 6zelliklere sahip olmalidir:

o Sistem, proses parametrelerinin izlenmesi igin bir Chart Recorder ve veri kayit
(datalogging) altyapisina sahip olmalidir.

o Sistem, ayn1 anda parametrelerin es zamanli grafiksel gosterimini (plot)
desteklemelidir.

o Chart Recorder, tim setpoint ve geri besleme (feedback) parametrelerini
goriintiileyebilecek sekilde yapilandirilabilir olmalidir.

o Tiim regeteler i¢in, her bir proses adimina ait veriler otomatik olarak
kaydedilmelidir.

o Grafik verileri ve kullanici tammli grafik konfigiirasyonlar1 kaydedilebilir ve
yeniden yuklenebilir olmalidir.

o Kontrol yazilimi sinirsiz sayida kullaniciyr ve farkli kullanicr seviyesini

desteklemelidir. Ekran erigimleri kullaniciya 6zel olmali ve regete diizenleme ile
manuel kullanim yetkileri kullanici bazinda atanabilmelidir.

o Kontrol yazilimi, 6zellestirilmis bir TeamViewer versiyonu iizerinden uzaktan destek
saglamalidir (Android ve i0S iicretsiz uygulamalari ile), boylece sistem uzaktan
izlenebilir ve teshis edilebilir.

2.5 Kontrol Arayiizii

e Sistem, harici ekipmanlar ve iist seviye kontrol sistemleri ile haberlesmeyi miimkiin
kilan standart bir endiistriyel iletisim protokoliinii (6rnegin OPC UA veya esdegeri)
desteklemelidir.

e Bu arayiiz, sistem parametrelerinin (6rn. basing, gaz akisi, gii¢, sicaklik vb.)
izlenmesine (read) ve uygun olan parametrelerin kontrol edilmesine (write) olanak
saglamalidur.

o Sistem, harici bir kontrol sistemi tlizerinden 6nceden tanimlanmis regetelerin
baslatilmasina ve durdurulmasina imkan tanimalidir.

Opsiyonel / Tercih Edilen Ozellikler (Preferred Features)

o Sistem, proses verilerine (0rnegin sensor verileri, alarm kayitlari, proses loglari) harici
sistemler tarafindan erisimi desteklemelidir.

o Sistem, veri analitigi, makine 6grenmesi veya yapay zeka tabanli uygulamalar ile
entegrasyonu destekleyecek sekilde genisletilebilir bir veri erisim altyapisina sahip
olmalidir.
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2.6 Sputter Katotlar: ve Gii¢ Kaynaklari

e Dort adet magnetron kaynak, en az 2” target capina uygun olmalidir.

e Her kaynak, target ylizeyinde homojen gaz dagilimi saglayan gaz shower ring, shutter
ve bagimsiz su sogutma hatti icermelidir.

o RF gii¢c kaynagi en az 300 W, 13.56 MHz olmal1 ve otomatik matching network
icermelidir.

e DC ve Pulsed DC gii¢ kaynaklari en az 1 kW ¢ikis giicii saglayabilmelidir.
e Pulse frekansi 10—120 kHz araliginda ¢alisabilmelidir.

e RF/DC segici anahtar (1 giris / 2 ¢ikis) PLC kontrollii olmalidir.

 Iki DC kaynak ile co-sputtering yapilabilmelidir.

e Bir DC ve bir RF kaynak ile co-sputtering yapilabilmelidir.

e O2 gaz ile reaktif sputtering yapilabilmelidir.

2.7 Kalinlik Ol¢iim Sistemi

e Sistem, kaplanan ince filmlerin proses sirasinda izlenmesine olanak saglayan entegre
bir film kalinlik izleme sistemine sahip olmalidir.

e Kalinlik 6l¢iim sistemi, kullanilan proses kosullarina uygun dogruluk ve
tekrarlanabilirlikte ¢calismali ve vakum ortaminda siirekli 6l¢iim yapabilmelidir.

e [Kalinlik dl¢iim sistemi, recete tabanli proses kontrolii ile entegre olmali ve kalinlik
izleme verileri kullanilarak shutter agma/kapama ve proses sonlandirma
fonksiyonlarini desteklemelidir.

2.8 Substrat Alam ve Isitma
e Minimum 4” wafer i¢in doner tabla 0-30 rpm araliginda ayarlanabilir olmalidir.

e Wafer/numune sicakligir 800°C’ye kadar PID kontrollii olmali ve maksimum sapma
+1°C olmalidir.

2.9 Elektrik Kabini ve Yazilim
e Dokunmatik ekran ve PLC kontrol bulunmalidir.
e Vakum, gaz, sicaklik ve film kalinlig1 otomatik olarak yonetilebilmelidir.
e Enaz 100 farkli regete yazilabilmeli ve her biri en az 50 adim igermelidir.

o Kullanici tanimli olmalidir.
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e Veri kayd1 (CSV/log) yapilabilmelidir.

e Operator alaninda acil durdurma butonu bulunmalidir.

3. PERFORMANS KRITERLERI
e Taban vakumu <5 % 1077 mbar veya daha iyi olmalidur.
o Film kalinlik sapmas1 %5’ten fazla olmamalidir.

e Isitma sicaklik sapmas1 £1°C’den fazla olmamalidir.

4. GARANTI VE SERVIS
o Sistem en az 12 ay, tercihen 24 ay garantiye sahip olmalidir.
e 10 y1l boyunca teknik destek (yedek parga ve is¢ilik) saglanmalidir.

e Ariza durumunda, uzaktan destegin 2 giin i¢inde, yerinde destegin 10 giin i¢inde
saglanabilecegini gosteren dokiimantasyon sunulmalidir.

o Egitim ve kurulum hizmetleri teklif kapsaminda olmalidir.

5. GUVENLIK, KALITE VE STANDARTLAR

5.1 Giivenlik

Sistem:
e Tamamen kapali bir sistem elektronik kabinine (rack) sahip olmalidir.
o Tiim elektriksel bilesenlerin giivenli sekilde muhafaza edilmesine imkan saglamalidir.
e Acil durdurma (EMO - Emergency Off) korumasina sahip olmalidir.

 Onerilen sistem, izolasyon trafosu ve giivenlik kilitlemeleri (interlock sistemleri)
igermelidir.

o Onerilen sistem CE isaretine sahip olmali ve asagidaki Avrupa Birligi direktiflerine
uygun olmalidir:

o Makine Direktifi (2006/42/EC, Mayis 2006)
o Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (2014/30/EC, Mayis 2014)

o Uretici, asagidaki Avrupa standartlarinin gerekliliklerine uygunlugu beyan eden bir
Uygunluk Beyani (Declaration of Conformity) sunabilmesi tercih sebebidir:

o ENISO 12100:2015 — Makine giivenligi — Tasarim i¢in genel prensipler — Risk
degerlendirmesi ve risk azaltma
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o ENISO 13849-1 — Makine giivenligi — Kontrol sistemlerinin giivenlikle ilgili
parcalar1 — Boliim 1: Genel tasarim prensipleri

o ENISO 13850:2015 — Makine giivenligi — Acil durdurma fonksiyonu —
Tasarim prensipleri

o EN 60204-33 — Makine giivenligi — Makine elektrik ekipmanlar1 — Boliim 33:
Yar1 iletken tiretim ekipmanlari i¢in gereksinimler

o EN 61000-6-2:2005/AC:2005 — Elektromanyetik uyumluluk (EMC) — B6lim
6.2: Endiistriyel ortamlar i¢in bagisiklik standartlar

o ENS55011:2017/A1:2018 — Endiistriyel, bilimsel ve tibbi ekipmanlar — Radyo
frekans bozucu karakteristikler — Limitler ve 6l¢tim yontemleri

5.2 Genel
Sistem:

e Sistem, elektriksel bilesenlerin giivenli ve diizenli beslenmesini saglayacak sekilde
merkezi glic dagitim altyapisina sahip olmalidir.

e Kiritik bilesenlerin korunmasi1 amaciyla, ilgili hatlarda interlock’lu akis sensorleri
(flow switch) bulunmalidir.

e Sistem, bakim ve servis iglemlerini kolaylastirmak amaciyla sokiilebilir panellere
sahip, tamamen kapali bir sase yapisinda olmalidir.

e Vakum odasina erigim, bakim, temizlik ve par¢a degisimi islemlerini kolaylastiracak
sekilde engelsiz ve ergonomik olmalidir.

e Sistem, konumlandirma kolaylig1 i¢in tekerlekler (caster wheels) ile donatilmalidir.

e Sistem, ¢aligma sirasinda stabiliteyi saglamak amaciyla seviye ayar ayaklari (leveling
pads) igermelidir.

5.3 Kalite
 Onerilen sistem ISO 9001 sertifikal1 bir tesiste {iretilmis olmalidir.
e Tiim proses gaz hatlari/manifoldlar orbital kaynakli olmalidir.

o Tim sistemler sevkiyat dncesinde kontrol edilmeli ve test edilmelidir.

6. TESLIMAT VE EGITIM

e Cihaz kurulumu, testleri ve ilk kullanic1 egitimi yiiklenici tarafindan saglanmalidur.
Kurulum sonrasi yerinde egitim en az 2 giin olmalidir.

e Teslim siiresi 10 ay1 gegmemelidir.

o Egitim dokiimanlari, kullanic1 kilavuzlar1 ve bakim dokiimanlar1 Tiirkge ve/veya
Ingilizce olmalidur.
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